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M40-LS720V　M773-LS720V
Our material technologies solved problems of rise in melting point, bonding strength degradation, and wettability decrease caused by low-silver & no-silver process

低銀＆無銀化による、融点上昇/接合強度劣化/濡れ性低下を素材技術で解決
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● 固溶強化を施したM40は、 接合強度が高い

● M4０は、M705と同じ温度プロファイルで実装可能 ● M40/M47は、落下衝撃性に優れている

● 0.3％Agと0％Ag品に対する固溶強化の効果を確認
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● M705と同様な温度プロファイルで実装できる、M40　
● 接合界面反応制御で落下衝撃性にも優れている、M47
● Bi,Ni の添加で、Sn-Cu系はんだの接合信頼性を向上した、M773
● 低銀、無銀専用フラックス　LS720Vでボイドを低減

● 低銀 ＆ 無銀はんだ合金で、低価格化を実現

破壊モード [PKG Side]

拡散層 [Board Side]

M40で効果を確認した固溶強化技術を、0.3％Agと0％Ag品にも応用
0％AgのM773は、固溶強化を施していないSn-Cu-Ni-Ge品よりも接合強度が高いことを確認

M47は、接合界面反応の制御により接合強度に加え、落下衝撃性にも優れている

M40は、３％AgのM705よりも接合強度が高く、同じ１％AgのSAC107よりも大幅に高いことを確認

固溶強化の
効果

TCT条件：-40℃/+85℃ 30min　評価部品：3216R

<DSC Chart> <Melting Temp>

TCT条件：-40℃/+85℃ 30min　評価部品：3216R

040

50

60

70

80

90

シ
ェ

ア
強

度（
Ｎ

）
累

積
故

障
率（

％
）

20

1
10 100 1000

10

99.9

70

80

90

200 400 600 800 1000 1200 1400 0 200 400 600 800 1000 1200 14001600 1800 2000

0.3%Ag

0%Ag
0%Ag

3%Ag

 

 

 

 

M705

M705

M705

Sn-Cu-Ni-Ge

M47

M47

M773

-2500 

-2000 

-1500 

-1000 

-500 

0 

500 

DS
C[

uW
]

Temp[degC]
Drop Number

　M705
（SAC305) 

217℃ 
220℃ 

　M40 
211℃ 
222℃ 

　M47 
216℃ 
228℃ 

　M773 
225℃ 
229℃ 

Sn-Cu-Ni-Ge 
228℃ 
230℃ 

合金 固相線
液相線

<落下試験 ワイブルプロット>

 

 

拡散層；約2.8um 拡散層；約1.5um（薄い）

● 低銀化による析出強化の低下を、固溶強化で補う

純粋な金属（Sn）

欠陥 固溶強化

外部ストレス

外部ストレス

異質な原子の混入で変形を抑制低銀化による析出強化の低下を、
Ｂｉ.Ｉｎの固溶強化で補う

転移・変形

M773
M47
M40

M47

SAC107

Biの添加による固溶強化で、Snを強化
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